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Die fo.8.nd.n A„9-ben .ind den vom Anmelder ..«9«eichte„ U«..r..g.n entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleitersensor 

(si) Ein Halbleitersensor ist mit einer guten Temperatures 
^ genschaft versehen, wobei der Sensor dazu ,n der Lage 

ist, eine Verschlechterung der Erfassungseigerischaft e - 

nes Drucks oder einer Beschleunigung zum Ze.tpunkt ei- 

ner Veranderung der Umgebungstemperatur zu verhin- 

Beim Halbleitersensor, der einen HalbleitersensorchM> m 
aufweist, ist ein Halbleiterchip ungefahr in der^itte ernes 
linsatztrkgers (3) eines AnschluSrahrr^ens (3 4) vorgese- 
hen, urn einen Versatzbetrag entsprechend Druck 
und einer Beschleunigung zu ""^,/i'^3^,«^„^^^^ 
satzbetrag auszugeben, indem der y«rsat^''^^;f9 
elektrisches Signal "-^9«w^"d«lt w,rd; e.ne Kun^^^^^^^ 
masse (5) ist so ausgeformt, daB s.e den Halbleiterchip (1) 
bed«:kt- ein Dampfermaterialring (6) ist an dem vorste- 
hSd^frlvahnten Einsatztrager <3) vorgesehen urn emen 
AuBenu^fang des vorstehend enA,ahnten Halble.tersens- 
^ orchips (1) zu geben. 
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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf einen Halbleitersensor wie 
beispielsweise einen Drucksensor. Beschleumgungssensor ^ 

"°In^en !emen Jahren sind zahlreiche Arten von Halblei- 
tersensoren aufgrund eines Fortschrittes einer Tfcchnologie 
zumHerstellen von integrierten Schaitungsbaustemen zu ei- 
ner Herstellung auf einem Halbleite«ubstrat gekommen. 
Fto. 7 ist eine ModeUansicht eines herkonunbchen Halblei- lo 
tersensors zum Erfassen einer Beschleunigung, wobei der 
Sensor durch PreBspritzformen hergesteUt ist. Der in Fig. 7 
gezeigte Halbleitersensor kann hergesteUt weiden indem 
ein Halbleitersensorchip 1 auf ein Einsatztragerteil 3 eines 
AnschluBrahmens geklebt wird und eine (nicht gezeigte 15 
Elektrode auf dem Halbleiterchip 1 mit einem AnschluBteU 

4 an dem AnschluBrahmen mittels eines Bonddr^ts 2 ver- 
bunden wird, und indem anschiieBend eine Kunstharzmasse 

5 durch PreBspritzformen ausgeformt wird. Fur den FaU, 
daB ein Halbleitersensor einen Druck anstelle der BescWeu- 20 
nigung erfassen soil, ist der Halbleitersensor gebildet, mdem 
ein L^h zum EinfUhren eines AuBenluftdrucks unmittelbar 
auf den Halbleiterchip 1 beim Aufbau des in Fjg. 7 gezeig- 
ten Halbleitersensors in der Kunstharzmasse 5 vorgesehen ^ 

"^^Der herkommliche Halbleitersensor zum Erfassen des 
herkommUchen Drucks oder der Beschleunigung hat ein 
Problem, das darin besteht, daB, da der Halbleitersensorchip 
1 direkt mit der Kunstharzmasse 5 tiberzogen wird, eine 
thermische Spannung zwischen der Kunstharzma^e 5 uirf 30 
dem Halbleitersensorchip 1 aufgrund eines Unterschieds der 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem 
Halbleitersensorchip 1 und der Kunstharzmasse 5 bei einer 
Veranderung der Umgebungstemperatur des Halbleitersen- 
sois erzeugt wird. FolgUch wird eine zusatzhche Spannung 35 
auf den Halbleiterchip aufgebracht, die sich von der Wet- 
schiebung unterscheidet, die durch den Druck und die Be- 
schleunigungsgeschwindigkeit hervorgerufen wird, welche 
zuerfassensind.DaherverschlechtertsichdieErfassungsei- 
genschaft des Halbleitersensors und die Temperatureigen- 40 
schaft verschlechtert sich. . 

Der Erfindung Uegt die Aufgabe zugrunde, einen Halblei- 
tersensor mit einer guten Temperatureigenschaft schaf- 
fen, wobei der Sensor dazu in der Lage ist, die Verschlechte- 
rung der Hgenschaft zum Zeitpunkt der Veranderung der 45 
Umgebungstemperatur zu verhindem. , . ^ . 

e1 wurde herausgefiinden, daB die vorstehende Aufgabe 
mittels eines Aufbaus gelfist werden kann, der eine Span- 
nung herabsenken kann. die in dem ™eiterchip als Fo^^^^^ 
des thermischen Schrumpfens und Aufweitens des Kunst- 50 
harzes hervorgerufen wird. 
ErfindungsgemaB ist ein Halbleitersensor mit folgenden 

Bauteilen geschaffen: . . 

einem Halbleiterchip, der ungefahr in der Mitte ernes Ein- 
satztragers eines AnschluBrahmens vorgeseheti ist, um ei- 55 
nen Versatzbetrag entsprechend einem Druck oder einer Be- 
schleunigung zu erfassen und um den Versatzbeu^g aus zu- 
geben, in dem der Versatzbetrag in ein elektnsches Signal 
umgewandelt wird; . o • j _ <a 

einer Kunstharzmasse, die so ausgeformt ist, daB sie den 60 
Halbleiterchip bedeckt, 

wobei ein Dampfermaterialring auf dem Emsatztrager vor- 
gesehen ist, um den Umfang des Halbleitersensorchips zu 
umgeben, wodurch eine Spannung, die durch Aermisches 
Sctampfen (Aufweiten) der Kunstharzmasse hervorgeru- 65 
fen wird, daran gehindert wird, auf den Halbleiterchip seit- 
lich aufgebracht zu werden. 
Des weiteren ist es beim Halbleitersensorchip der vorUe- 



genden Erfindung vorzuziehen, daB die Oberflache des vor- 
itehend genannten Halbleitersensorchips mit einem Kunst- 
harz uberzogen ist, um die Oberflache des Halbleitersensor- 
chips zu schiitzen. 

Des weiteren kann bei dem Halbleitersensor der vorhe- 
oenden Erfindung die vorstehend genannte Kunstharzmasse 
hi einer derartigen Weise ausgeformt sein, daB ein offener 
TeU unmittelbar unter dem vorstehend erwahnten Halblei- 
tersensorchip ausgebildet wird, um die durch die Kunstharz- 
masse hcrvoigerufene Spannung zu schwachen. 

Des weiteren kann bei dem Halbleitersensor der vorUe- 
genden Erfindung der Halbleitersensor weiterhin so zusam- 
mengesetzt sein. daB er den externen Luftdruck bezughch 
einem Bezugsdruck erfassen kami, indem ein Loch zum 
EinfUhren eines externen Luftdruckes, das in der Kunstharz- 
masse die unmittelbar auf dem Halbleiterchip Uegt, ausge- 
bildet 'wird. und ein Loch vorgesehen wird. das auf einem 
Einsatztrager ausgebildet ist, dessen Oberflache dem offe- 
nen TeU ausgesetzt ist, wobei das Loch dazu dient, einen 
Luftdruck einzufuhren, der als Bezug dient. 

Des weiteren ist es bei dem Halbleitersensor der vorhe- 
genden Erfindung vorzuziehen, daB eine Dampferlage zwi- 
schen dem vorstehend erwahnten Einsatztrager und der vor- 
stehend erwahnten Kunstharzmasse vorgesehen ist. 

Des weiteren ist es bei dem Halbleitersensor der vorUe- 
genden Erfindung weiterhin mogUch, daB der vorstehetid er- 
wahnte Einsatztrager und der vorstehend erwahnte Halblei- 
tersensorchip mit einem Klebstoff verklebt sind derDamp- 
ferfunktion hat, wobei der Klebstoff dick ausgebildet ist, so 
daB eine Spannung, die durch die Kunstharzmasse hervorge- 
rufen wird, daran gehindert wird, auf den vorstehend er- 
wahnten Halbleiterchip uber den vorstehend erwahnten bin- 
satztraiger aufgebracht zu werden. 

Des weiteren ist es bei dem Halbleitersensor der vorbe- 
genden Erfindung vorzuziehen, daB der vorstehend er- 
wahnte Dampfermaterialring aus SiUkonkunstharz gebildet 
ist 

Da die Halbleitervorrichtung der vorliegenden Erfindung 
mit einem Dampfermaterialring versehen «U der e,n«i au- 
Beren Umfang des vorstehend erwahnten Halbleiterchips 
umgibt, kann, wie aus den vorstehenden Erlauterungen of- 
fentichtUch ist, die Verschlechterung der Eigenschaft zum 
Zeitpunkt einer Veranderung der Umgebungstemperatur 
verMndert werden, und die Temperatureigenschaft kann 
eUnstiger gemacht werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleiterchip der vorhegenden 
Erfindung die Oberflache des vorstehend erwahnten Halb- 
leiterchips mit Kunstharz als dem Datnpfer uberzogen ist, 
kann eine Kraft daran gehindert werden, ^f'^^ff'^l^' 
sensorchip von oben aufgebracht zu werden, und die Tem- 
peratureigenschaft kann gunstiger gemacht werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleitersensor der vorhegen- 
den Erfindung die Kunstharzmasse derart ausgeformt wer- 
den kann, daB ein offener Teil direkt unter dem vorstehend 
erwahnten Halbleitersensorchip ausgebildet ist, kann eine 
Kraft daran gehindert werden, auf den Halbleitersensorchip 
von unten aufgebracht zu werden, wenn die Kunstharzmasse 
schrumpft Oder sich aufweitet, und die Temperatureigen- 
schaft kann gunstiger gemacht werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleitersensor der vorhegen- 
den Erfindung ein Loch zum EinfUhren eines externen Luft- 
drucks in der Kunstharzmasse, die unmittelbar auf dem 
Halbleiterchip Uegt, und ein Loch vorgesehen ist. das auf 
dem Einsatztrager ausgebildet ist dessen Oberflache dem 
offenem Teil ausgesetzt ist, wobei d^ Loch dazu dient, ei- 
nen Luftdruck als BezugsgroBe einzuffihren, ^annjler Halb- 
leitersensor gebildet werden. der den Bezugsdruck mit dem 
externen Luftdruck vetgleicht und der den externen Lutt- 
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druckgegenuberdemBezugsdruckerfassenkaiin. 

Da des weiteren beim Halbleitersensor eine Dampferlage 
zwischen dem vorstehend erwahnten Trager und der vorste- 
hend erwahnten Kunstharzmasse vorgesehen ist, kann eine 
Kraft daran gehindert werden, auf den Halbleiterchip von 
unten beim Aufweiten aufgebracht zu werden, und die Tem- 
peratureigenschaft kann gunstiger gemacht werden. 

Da des weiteren beim Halbleitersensor der vorliegenden 
Erfindung der vorstehend erwahnte Einsatztrager und der 
vorstehend erwahnte Halbleitersensorchip mit emem Kleb- 
stoff verklebt sind, der eine Dampferwirkung hat, und da der 
Klebstoff dick ausgebildet ist, kann eine Kraft daran gehin- 
dert werden, von unten auf den Halbleiterchip aufgebracht 
zu werden, wenn die Kunstharzmasse schrumpft oder sich 
aufweitet, und die Temperatureigenschaft kann gunstiger 
gemacht werden. 

Des weiteren kann beim Halbleitersensor der vorhegeii- 
den Erfindung die Temperatureigenschaft gunstiger uber ei- 
nen breiten Temperaturbereich gemacht werden, indem der 
vorstehend erwahnte Dampfermateriabing aus Sihkon- 
kunstharz gebildet wird, . 

Die Fig. lA bis ID sind Ansichten, die schematisch einen 
Halbleitersensor gemaB einem ersten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorUegenden Erfindung in einer Reihenfolge des Her- 
stellvorgangs zeigen. . j u lu 

Fig, 2 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau des Halb- 
leitersensors gemaB einer Abwandlung des ersten, in Fig- 1 
gezeigten Ausfuhrungsbeispiels zeigt. 

Fig. 3 ist eine ModeUansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung zeigt 

Fig. 4 ist eine ModeUansicht, die einen Aufbau ernes 
Halbleitersensors gemaB einem dritten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 5 ist eine ModeUansicht, die einen Aufbau des Halb- 
leitersensors gemaB einem vierten Ausfuhrungsbeispiel der 
vorUegenden Erfindung zeigt ^ « ,u 

Fig. 6 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau des Halb- 
leitersensors gemaB einem funften Ausfuhrungsbeispiel der 
vorUegenden Erfindung zeigt 

Fig. 7 ist eine Modellansicht, die den herkommlichen 
Halbleitersensor zeigt. . 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele des Halbleitersensors 
gemaB der vorUegenden Erfindung werden unter Bezug- 
nahme auf die beigefugten Zeichnungen erlautert. 

Erstes Ausfuhrungsbeispiel 

Der Halbleitersensor gemaB dem ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel ist ein Beschleunigungssensor, der mit einem Halblei- 
tersensorchip 1 zum Erfassen einer Beschleunigung veKe- 
hen ist, wobei der Sensor zur Vibrationserfassung und Be- 
schleunigungsregelung verwendet wird. Der Halbleitereen- 
sor wird durch den in Fig. 1 gezeigten Vorgang hergesteUt 
Wie in Fig. 1 A gezeigt ist wird naniUch der Halbleitersens- 
orchip 1 auf den Einsatztrager 3 eines AnschluBrahmens mit 
einem Klebstoff 21 geklebt. Nachfolgend wird, wie in Fig. 
IB gezeigt ist, ein ringformiger Silikonkunstharznrig 6, der 
aus einem Silikonkunstharzring gebildet ist, auf den Ein- 
satztrager 3 urn den Halbleitersensorchip 1 nut emem Kleb- 
stoff 22 geklebt Die Breite des Silikonkunstharznngs 6 
kann 10 urn oder mehr sein, um als ein Dampfermatenal 
(zur Dampfungsfunkdon) zu dienen. Zur Veremfachung 
dessen Handhabung beim HersteUungsvorgang ist es jedoch 
vorzuziehen, daB die Breite des Kunstharzrings mit 3 pm 
Oder dariiber ausgewahU wird. Des weiteren ist die Dicke 
des SiUkonkunstharzrings 6 im wesentUchen gleich wie die 
des Halbleitersensorchips 1 gewahlt. Des weiteren kann der 
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SiUkonkunstharzring 6 so vorgesehen sein, daB er mit der 
Seite des Halbleitersensorchips 1 in Kontakt kommt. Ande- 
renfaUs kann der SiUkonkunstharzring 6 unter Bildung eines 
kleinen Spalts zur Seite des Halbleitersensorchips 1 vorge- 
sehen sein. Des weiteren werden, wie in Fig. IC gezeigt 
sind, danach die (nicht gezeigte) Elekurode auf dem Halblei- 
tersensorchip 1 und der AnschluB 4 des AnschluBrahmens 
miteinander durch den Bonddraht 2 verbunden. Abschlie- 
Bend wird die Kunstharzmasse 5 ausgeformt wie in Fig. ID 
gezeigt ist, wodurch der Halbleitersensor gemaB dem ersten 
Ausfuhrungsbeispiel hergesteUt ist 

Da der Halbleitersensor gemaB dem ersten Ausfuhrungs- 
beispiel, der in der vorstehend erwahnten Weise gebildet ist, 
mit dem Silikonkunstharzring 6, der einen kleinen vertika- 
len Elastizitatskoeffizienten und eine geringe Harte hat um 
den Halbleitersensorchip 1 vorgesehen ist, kann eine Kratt 
mit einer hervorragenden Dampferwirkung des Kunstharz- 
rings 6 daran gehindert werden, direkt auf den Halbleiter- 
chip 1 aufgebracht zu werden, wenn die Kunstharzmasse 5 
durch eine Temperaturveranderung schrumpft oder sich aut- 
weitet Daher kann die Verschlechterung der Erfassungsei- 
genschaft des Halbleitersensors verhindert werden und des- 
sen Temperatureigenschaft kann verbessert werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleitersensor gemaB dem er- 
sten Ausfuhrungsbeispiel, das in der vorstehend erwahnten 
Weise gebildet ist der SiUkonkunstharznng 6, der als 
Dampfermaterial verwendet wird, eine Dampferfonkuon 
uber einen breiten Temperaturbereich hat kann ein Halblei- 
tersensor vorgesehen werden, der eine zuverlassige Erfas- 
sungsfianktion uber einen breiten Bereich hat. 

Da des weiteren der Halbleitersensor gemaB dem ersten 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung emen 
Druck beim Formen daran hindem kann, direkt auf den 
Halbleitersensorchip zum Zeitpunkt des Formens beim Her- 
steUvorgang aufgebracht zu werden, kann der Halbleitersen- 
sor mit einer bestandigen Qualitat hergesteUt werden und 
der Ertrag beim Herstellvorgang kann verbessert werden. 

Wie zuvor beschrieben ist ist beim ersten Ausfuhrungs- 
beispiel der Halbleitersensor, der ein Beschleunigungssen- 
sor ist dadurch ausgebildet, daB der Halbleiterchip 1 ver- 
wendet wird, der die Beschleunigung erfaBt. Die vorhe- 
gende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschrankt. Wie m 
Fig. 2 gezeigt ist, kann ein Halbleitersensor 1, der ein 
Dnicksensor ist, dadurch gebildet sein, daB der Halbleiter- 
chip la verwendet wird, der den Druck erfaBt In diesem 
FaU ist der Halbleitersensor dadurch gebildet, daB als die 
Kunstharzmasse die Kunstharzmasse 5a verwendet wurd 
die in Fig. 1 gezeigt ist und die in sich ein Druckeinfiihrloch 
7 ausgebildet hat. In Fig. 2 sind ahnliche Teile, die gleich 
den entsprechenden Teilen der Fig. 1 sind, durch ahnUche 
Bezugszeichen bezeichnet. Wenn der Halbleitersensor m der 
vorstehend erwahnten Weise ausgebildet ist, kann dieselbe 
Wiricung wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel vorgesehen 
werden. 
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Zweites Ausfuhrungsbeispiel 

Fig 3 ist eine ModeUansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorUegenden Erfindung zeigt. Der Halbleitersensor ge- 
maB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Beschleum- 
gungssensor. Bei dem in Fig. 2 gezeigten Halbleitersensor 
gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist die obere Fla- 
che des Halbleitersensorchips mit einem Sihkonkunstharz » 
uberzogen. Wenn die Kunstharzmasse 5 schrumpft oder sich 
aufweitet, kann folglich der Halbleitersensorchip 1 ge- 
schutzt werden, und die Erfassungseigenschaft kann im Ver- 
gleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel welter verbessert 
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werden. Auch beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel kann der 
Drucksensor gebildet werden, indem der Halbleitersensor- 
chip la zum Erfassen eines Druckes in der gleichen Weise 
wie beim ersten AusfUhningsbei spiel verwendet wird. 

Drittes Ausfiihrungsbeispiel 

Fig. 4 ist eine ModeUansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorUegenden Erfindung zeigt. Der Halbleitersensor ge- lo 
maB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Beschleuni- 
gungssensor. Beim Halbleitersensor gemaB dem dritten 
Ausfuhrungsbeispiel ist ein ofifener Teil 9 vorgesehen, wo- 
bei Kunstharz an einem Teil aus der Kunstharzmasse 5 ent- 
femt ist, das entgegengesetzt zum Halbleiterchip 1 bezug- 15 
Uch des Einsatztragers 3 Uegt. Wenn die Kunstharzmasse 5 
schrumpft oder sich aufweitet, kann folgUch erne Kraft 
daran gehindert werden, von unten auf den Halbleitersensor- 
chip 1 aufgebracht zu werden, Daher kann die Temperatur- 
eigenschafl im Vergleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel 20 
gunstiger gemacht werden. Beim dritten Ausfuhrungsbei- 
spiel kann ein Drucksensor gebildet sein, indem ein Halblei- 
tersensorchip la zum Erfassen eines Drucks verwendet 
wird. ^ 

Viertes Ausfuhrungsbeispiel 



Der Halbleitersensor gemaB dem vierten Ausfuhrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung, der in Fig. 5 gezeigt 
ist, ist ein Drucksensor in Bezugsdruckbauweise, bei dem 30 
der Halbleitersensorchip la verwendet wird, wobei ein 
Druckeinfuhrloch 7 in der oberen Kunstharzmasse 5b aus- 
geformt wird, und ein offener Teil zum Einfuhren eines 
Drucks an dem Einsatztrager ausgebildet wird. Der Druck- 
sensor in Bezugsdruckbauweise bezieht sich auf einen 35 
Drucksensor, der zwei Einfuhrlocher fiir extemen Luftdruck 
(offener Teil 10 und Druckeinfuhrloch 7 in Fig. 5) hat, und 
der einen der Driicke auswahlt, der uber das eine Loch ein- 
gefuhrt wird, und den anderen Druck in Bezug auf den erste- 
ren Druck erfaBt. Durch Bilden des Halbleitersensors der 40 
vorUegenden Erfindung in der vorstehend beschriebenen 
Weise hat das vierte Ausfuhrungsbeispiel dieselbe Wirkung 
wie das dritte Ausfuhrungsbeispiel und der Drucksensor in 
Bezugsdruckbauweise kann einfach gebildet werden, Des 
weiteren kann beim vierten Ausfuhrungsbeispiel, das in Fig. 45 
5 gezeigt ist, ein Drucksensor in Absolutdruckbauweise vor- 
gesehen sein, indem der Einsatztrager 3a durch einen Ein- 
satztrager 3 ohne das offene Teil 10 ersetzt wird. Entspre- 
chend kann der Halbleitersensor (Drucksensor) gemaB dem 
vierten Ausfuhrungsbeispiel sowohl bei Absolutdruckbau- 50 
weise als auch bei Bezugsdruckbauweise angewendet wer- 
den, indem nur der AnschluBrahmen ersetzt wird. FolgUch 
kann ein Versuch gemacht werden, gemeinsame Bauteile zu 
verwenden, so daB die Herstellkosten beseitigt werden kon- 



Sechstes Ausfiihrungsbeispiel 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel 6 wird ein Klebstoff mit ei- 
ner Dampffunktion als der Klebstoff 21 verwendet, und die 
Dicke des Klebstoffs 21 wird auf 10 \im oder dariiber ange- 
setzt, wodurch eine Kraft daran gehindert wird, von der un- 
teren Flache des Halbleitersensorchips 1 auf diesen aufge- 
bracht zu werden. Somit kann die Temperatureigenschaft im 
Vergleich zu den Ausfiihrungsbeispielen 1 bis 5 gunstiger 
gemacht werden. Im ubrigen ist es vorzuziehen, daB die 
Dicke des Klebstoffs auf 500 jam oder weniger unter Be- 
nicksichdgung des Aspekts der Regelung und detgleichen 
beim HersteUvorgang angesetzt wird. 

Abwandlung 

Bei den vorstehend erwahnten Ausfuhrungsbeispielen 1 
bis 6 wird ein SiUkonkunstharz als ein Material fur einen 
Dampfermaterialring verwendet. Die vorUegende Erfindung 
ist jedoch nicht darauf beschrankt, und jedes andere Mate- 
rial kann verwendet werden, solange das Material einen 
kleinen vertikalen Elastizitatskoeffizienten (lOOkgf/mm- 
Oder 980665000 P oder darunter) hat. Beispielsweise ^n- 
nen MateriaUen wie mit Ruroid behandelter Gummi, Ela- 
stomer, Teflon und dergleichen verwendet werden. 

Ein Halbleitersensor ist mit einer guten Temperatureigen- 
schaft versehen, wobei der Sensor dazu in der Lage ist, eine 
Verschlechterung der Erfassungseigenschaft eines Drucks 
Oder einer Beschleunigung zum Zeitpunkt einer Verande- 
rung der Umgebungstemperatur zu verhindem. 

Beim Halbleitersensor, der einen Halbleitersensorchip 1 
aufweist, ist ein Halbleiterchip ungefahr in der Mitte eines 
Einsatztragers 3 eines AnschluBrahmens 3, 4 vorgesehen, 
urn einen Versatzbetrag entsprechend einem Druck und ei- 
ner Beschleunigung zu erfassen und um den VersatzbeUrag 
aus zugeben, indem der Versatzbetrag in ein elektnsches Si- 
gnal umgewandeU wird; eine Kunstharzmasse 5 ist so aus- 
geformt, daB sie den Halbleiterchip 1 bedeckt; ein Dampfer- 
materialring 6 ist an dem vorstehend erwahnten Einsatztra- 
ger 3 vorgesehen, um einen AuBenumfang des vorstehend 
erwahnten Halbleitersensorchips 1 zu geben. 



nen. 



FUnftes Ausfuhrungsbeispiel 

Der Halbleitersensor gemaB dem funften Ausfiihrungs- 
beispiel, der in Fig. 6 gezeigt ist, ist mit einer Gummilage 60 
wie beispielsweise SiUkon zwischen dem Einsatztrager 4 
und der Kunstharzmasse 5 versehen. FolgUch kann eine 
Kraft abgeschwacht werden, die durch das Schrumpfen und 
das Aufweiten der Kunstharzmasse 5 hervorgerufen wird 
und auf den Sensorchip 1 aufgebracht werden wurde. Im 65 
Vergleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel kann die Tempe- 
ratureigenschaft noch gunstiger gemacht werden. 



Patentanspriiche 
1. Halbleitersensor mit 

einem AnschluBrahmen (3, 4), der einen Einsatztrager 

(3) hat; ^ 
einem Halbleiterchip (1), der ungefahr in der Mitte des 
EinsatzUragers (3) montiert ist, um einen Betrag emer 
Verformung zu erfassen, der einem Druck oder emer 
Beschleunigung entspricht, die darauf aufgebracht 
werden, und um den erfaBten Verformungsbetrag in 
eine elektrische Signalausgabe umzuwandeln; und 
einer Kunstharzmasse (5), die so ausgeformt ist, daB 
sie den Halbleiterchip (1) bedeckt; 
wobei der Halbleiterchip (1) mit einem Dampfermate- 
rialring (6) versehen ist, der auf dem Einsatztrager (3) 
montiert ist, um den Umfang des Halbleiterchips (1) zu 
umgeben, wodurch eine Spannung, die durch em ther- 
misches Schrumpfen oder Aufweiten der Kunsdiarz- 
masse (5) hervorgerufen wird, daran gehindert wird, 
direkt auf den Halbleiterchip (1) seitUch aufgebracht zu 
werden. 

2 Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Halbleiterchip (1) mit einem Kunst- 
harzschutzuberzug (8) an seiner Oberflache versehen 
ist. 

3. Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Kunstharzmasse (5) mit einem offe- 
nen Teil (9) genau unier dem Halbleiterchip (1) verse- 
hen ist. . . O J 1 

4. Halbleitersensor zum Erfassen eines AuBendruclcs 
nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch 5 
ein erstes Loch (7) zum Einfuhren eines exteraen Luft- 
drucks, das in der Kunstharzmasse (5), die genau uber 
dem Halbleiterchip (1) liegt, ausgebildet ist; and 

ein zweites Loch (10), das an dem Einsatztrager (3) 
ausgebildet ist, dessen Oberflache dem offenen Teil (9) to 
genau unter dem Halbleiterchip (1) ausgesetzt ist, wo- 
bei das zweite Loch (10) dazu dient, einen Luftdruck 
als BezugsgroSe einzufuhren. 

5. Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Dampferlage (11) zwischen einer 15 
zum Halbleiterchip (1) entgegengesetzten Oberflache 
des Einsatztragers (3) und der Kunstharzmasse (5) an- 
geordnet ist. 

6 Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Einsatztrager (3) und der Halbleiter- 20 
sensorchip (1) mit einem Klebstoff (21) verklebt sind, 
der Dampferfunktion hat, wobei der Klebstoff (21) erne 
Dicke hat, so daB eine Spannung, die durch die Kunst- 
harzmasse (5) hervorgerufen wird, daran gehindert 
wird, auf den Halbleiterchip (1) durch den Einsatztra- 25 
ger (3) aufgebracht zu werden. 

7. Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Dampfermaterialring (6) aus einem 
Silikonkunstharz gebildet ist. ^ 

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
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Die f olgenden Angaban aind den vom Anmaldar aingaraichtan Untarlagan antnomman 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleitersensor 

(St) Ein Halbleitersensor ist mit einer guten Temperaturei- 
genschaft versehen, wobei der Sensor dazu m der Lage 
ist, eine Verschlechterung der Erfassungseigenschaft ei- 
nes Drucks oder einer Beschleunigung zum Zeitpunkt ei- 
ner Veranderung der Umgebungstemperatur zu verhin- 

Beim Halbleitersensor, der einen Halbleitersensorchip (1) 

aufweist ist ein Halbleiterchip ungefahr in der Mitte ernes 

Einsatztragers (3) eines AnschluRrahmens (3, 4) vorgese- 

hen, urn einen Versatzbetrag entsprechend einem Druck 

und einer Beschleunigung zu erfassen und urn den Ver- 
satzbetrag auszugeben, indem der Versatzbetrag in em 

elektrisches Signal umgewandelt wird; eine Kunstharz- 

masse (5) ist so ausgeformt dalS sie den Halbleiterchip (1) 

bedeckt; ein Dampfermaterialring (6) ist an dem vorste- 
«. hend enwahnten Einsatztrager (3) vorgesehen, urn einen 

AuBenumfang des vorstehend erwahnten Halbleitersens- 
X orchips(l)zugeben. 
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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf einen Halbleitersensor wie 
beispielsweise einen Dnicksensor, Beschleunigungssensor 
und dergleichen. 

In den letzten Jahren sind zahlreiche Arten von Halblei- 
tersensoren aufgrund eines Fortschrittes einer Technologie 
zum Herstellen von integrierten Schaltungsbausteinen zu ei- 
ner Herstellung auf einem Halbleitersubstrat gekommen. 
Fig, 7 ist eine Modellansicht eines herkonunlichen Halblei- 
tersensors zum Erfassen einer Beschleunigung, wobei der 
Sensor durch PreBspritzformen hergestellt ist. Der in Fig, 7 
gezeigte Halbleitersensor kann hergestellt werden, indem 
ein Halbleitersensorchip 1 auf ein Einsatztragerteil 3 eines 
AnschluBrahmens geklebt wird und eine (nicht gezeigte) 
Elektrode auf dem Halbleiterchip 1 mit einem Anschlufiteil 

4 an dem AnschluSrahmen mittels eines Bonddrahts 2 ver- 
bunden wird, und indem anschlieBend eine Kunstharzmasse 

5 durch PreBspritzformen ausgeformt wird. Fur den Fall, 
daB ein Halbleitersensor einen Druck anstelle der Beschleu- 
nigung erfassen soil, ist der Halbleitersensor gebildet, indem 
ein Loch zum Einfuhien eines AuBenluftdrucks unmittelbar 
auf den Halbleiterchip 1 beim Aufbau des in Fig. 7 gezeig- 
ten Halbleitersensors in der Kunstharzmasse 5 vorgesehen 
wird. 

Der herkommliche Halbleitersensor zum Erfassen des 
herkommlichen Drucks oder der Beschleunigung hat ein 
Problem, das darin besteht, daB, da der Halbleitersensorchip 
1 direkt mit der Kunstharzmasse 5 uberzogen wird, eine 
thermische Spannung zwischen der Kunstharzmasse 5 und 
dem Halbleitersensorchip 1 aufgrund eines Unterschieds der 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem 
Halbleitersensorchip 1 und der Kunstharzmasse 5 bei einer 
V«:anderung der Umgebungstemperatur des Halbleitersen- 
sors erzeugt wird. Folglich wird eine zusatzliche Spannung 
auf den Halbleiterchip aufgebracht, die sich von der Ver- 
schiebung unterscheidet, die durch den Druck und die Be- 
schleunigungsgeschwindigkeit hervorgerufen wird, welche 
zu erfassen sind. Daher verschlechtert sich die Erfassungsei- 
genschaft des Halbleitersensors und die Temperatureigen- 
schaft verschlechtert sich. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Halblei- 
tersensor mit einer guten Temperatureigenschaft zu schaf- 
fen, wobei der Sensor dazu in der Lage ist, die Verschlechte- 
rung der Eigenschaft zum Zeitpunkt der Veranderung der 
Umgebungstemperatur zu verhindem. 

Es wurde herausgefunden, daB die vorstehende Aufgabe 
mittels eines Aufbaus gelost werden kann, der eine Span- 
nung herabsenken kann, die in dem Halbleiterchip als Folge 
des thermischen Schrumpfens und Aufweitens des Kunst- 
harzes hervorgerufen wird. 

ErfindungsgemaB ist ein Halbleitersensor mit folgenden 
Bauteilen geschaffen: 

einem Halbleiterchip, der ungefahr in der Mitte ernes Em- 
satztragers eines AnschluBrahmens vorgesehen ist, um ei- 
nen Versatzbetrag entsprechend einem Druck oder einer Be- 
schleunigung zu erfassen und um den VersatzbeUrag aus zu- 
geben, in dem der Versatzbetrag in ein elektrisches Signal 
umgewandelt wird; 

einer Kunstharzmasse, die so ausgeformt ist, daB sie den 
Halbleiterchip bedeckt, 

wobei ein Dampfermaterialring auf dem Einsatztrager vor- 
gesehen ist, um den Umfang des Halbleitersensorchips zu 
umgeben, wodurch eine Spannung, die durch thermisches 
Schrumpfen (Aufweiten) der Kunstharzmasse hervorgeru- 
fen wird, daran gehindert wird, auf den Halbleiterchip seit- 
lich aufgebracht zu werden. 

Des weiteren ist es beim Halbleitersensorchip der vorlie- 



genden Erfindung vorzuziehen, daB die Oberflache des vor- 
stehend genannten Halbleitersensorchips mit einem Kunst- 
harz uberzogen ist, um die Oberflache des Halbleitersensor- 
chips zu schutzen. 
5 Des weiteren kann bei dem Halbleitersensor der vorlie- 
genden Erfindung die vorstehend genannte Kunstharzmasse 
in einer derartigen Weise ausgeformt sein, daB ein offener 
Teil unmittelbar unter dem vorstehend erwahnten Halblei- 
tersensorchip ausgebildet wird, um die durch die Kunstharz- 
10 masse hervorgerufene Spannung zu schwachen. 

Des weiteren kann bei dem Halbleitersensor der vorlie- 
genden Erfindung der Halbleitersensor weiterhin so zusam- 
mengesetzt sein, daB er den extemen Luftdruck bezuglich 
einem Bezugsdruck erfassen kann, indem ein Loch zum 
15 Einfuhren eines extemen Luftdruckes, das in der Kunstharz- 
masse, die unmittelbar auf dem Halbleiterchip liegt, ausge- 
bildet wird, und ein Loch vorgesehen wird, das auf einem 
Einsatztrager ausgebildet ist, dessen Oberflache dem ofife- 
nen Teil ausgesetzt ist, wobei das Loch dazu dient, einen 
20 Luftdruck einzufuhren, der als Bezug dient. 

Des weiteren ist es bei dem Halbleitersensor der vorlie- 
genden Erfindung vorzuziehen, daB eine Dampferlage zwi- 
schen dem vorstehend erwahnten Einsatzurager und der vor- 
stehend erwahnten Kunstharzmasse vorgesehen ist. 
25 Des weiteren ist es bei dem Halbleitersensor der vorUe- 
genden Erfindung weiterhin moglich, daB der vorstehend er- 
wahnte Einsatztrager und der vorstehend erwahnte Halblei- 
tersensorchip mit einem Klebstoff verklebt sind, der Damp- 
ferfunktion hat, wobei der Klebstoff dick ausgebildet ist, so 
30 daB eine Spannung, die durch die Kunstharzmasse hervorge- 
rufen wird, daran gehindert wird, auf den vorstehend er- 
wahnten Halbleiterchip fiber den vorstehend erwahnten Ein- 
satzurager aufgebracht zu werden. 

Des weiteren ist es bei dem Halbleitersensor der vorlie- 
35 genden Erfindung vorzuziehen, daB der vorstehend er- 
wahnte Dampfermateriaking aus Silikonkunstharz gebildet 
ist. 

Da die Halbleitervorrichtung der vorliegenden Erfindung 
mit einem Dampfermaterialring versehen ist, der einen au- 
40 Beren Umfang des vorstehend erwahnten Halbleiterchips 
umgibt, kann, wie aus den vorstehenden Erlauterungen of- 
fensichtlich ist, die Verschlechterung der Eigenschaft zum 
Zeitpunkt einer Veranderung der Umgebungstemperatur 
verhindert werden, und die Temperatureigenschaft kann 
45 gunstiger gemacht werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleiterchip der vorliegenden 
Erfindung die Oberflache des vorstehend erwahnten Halb- 
leiterchips mit Kunstharz als dem Dampfer uberzogen ist, 
kann eine Kraft daran gehindert werden, auf den Halbleiter- 
50 sensorchip von oben aufgebracht zu werden, und die Tem- 
peratureigenschaft kann gunstiger gemacht werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleitersensor der vorliegen- 
den Erfindung die Kunstharzmasse derart ausgeformt wer- 
den kann, daB ein offener Teil direkt unter dem vorstehend 
55 erwahnten Halbleitersensorchip ausgebildet ist, kann eine 
Kraft daran gehindert werden, auf den Halbleitersensorchip 
von unten aufgebracht zu werden, wenn die Kunstharzmasse 
schrumpft oder sich aufweitet, und die Temperatureigen- 
schaft kann gunstiger gemacht werden. 
60 Da des weiteren bei dem Halbleitersensor der vorliegen- 
den Erfindung ein Loch zum Einfiihren eines extemen Luft- 
dmcks in der Kunstharzmasse, die unmittelbar auf dem 
Halbleiterchip Uegt, und ein Loch vorgesehen ist, das auf 
dem Einsatzurager ausgebildet ist, dessen Oberflache dein 
65 offenem Teil ausgesetzt ist, wobei das Loch dazu dient, ei- 
nen Luftdruck als BezugsgroBe einzufuhren, kann der Halb- 
leitersensor gebildet werden, der den Bezugsdruck mit dem 
externen Luftdruck vergleicht und der den extemen Luft- 
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druck gegeniiber dem Bezugsdruck erfassen kann. 

Da des weiteren beim Halbleitersensor eine Dampferlage 
zwischeti dem vorstehend erwahnten Trager und der vorste- 
hend erwahnten Kunstharzmasse vorgesehen isU kann eine 
Kraft daran gehindert werden, auf den Halbleiterchip von 
unten beim Aufweiten aufgebracht zu werden, und die Tem- 
peratureigenschaft kann gunstiger gemacht werden. 

Da des weiteren beim Halbleitersensor der vorliegenden 
Erfindung der vorstehend erwahnte Einsatzdrager und der 
vorstehend erwahnte Halbleitersensorchip mit einem Kleb- 
stoff verklebt sind, der eine Dampferwirkung hat, und da der 
Klebstoff dick ausgebildet ist, kann eine Kraft daran gehin- 
dert werden. von unten auf den Halbleiterchip aufgebracht 
zu werden, wenn die Kunstharzmasse schrumpft oder sich 
aufweitet, und die Temperatureigenschaft kann gunstiger 
gemacht werden. 

Des weiteren kann beim Halbleitersensor der vorliegen- 
den Erfindung die Temperatureigenschaft gunstiger uber ei- 
nen breiten Temperaturbereich gemacht werden, ind.em der 
vorstehend erwahnte Dampfermaterialring aus Silikon- 
kunstharz gebildet wird. 

Die Fig, lA bis ID sind Ansichten, die schematisch emen 
Halbleitersensor gemafi einem ersten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung in einer Reihenfolge des Her- 
stellvorgangs zeigen. 

Fig. 2 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau des Halb- 
leitersensors gemaB einer Abwandlung des ersten, in Fig. 1 
gezeigten Ausfuhrungsbeispiels zeigt. 

Fig. 3 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 4 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB einem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 5 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau des Halb- 
leitersensors gemaB einem vierten Ausfiihrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 6 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau des Halb- 
leitersensors gemaS einem funften Ausfiihrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 7 ist eine Modellansicht, die den herkommlichen 
Halbleitersensor zeigt. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele des Halbleitersensors 
gemaB der vorliegenden Erfindung werden unter Bezug- 
nahme auf die beigefugten Zeichnungen erlautert. 

Erstes Ausfuhrungsbeispiel 



Der Halbleitersensor gemaB dem ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel ist ein Beschleunigungssensor, der mit einem Halblei- 
tersensorchip 1 zum Erfassen einer Beschleunigung verse- 
hen ist, wobei der Sensor zur Vibrationserfassung und Be- 
schleunigungsregelung verwendet wird. Der Halbleitersen- 
sor wird durch den in Fig. 1 gezeigten Vorgang hergesteUt. 
Wie in Fig. 1 A gezeigt ist, wird namlich der Halbleitersens- 
orchip 1 auf den Einsatztrager 3 eines AnschluBrahmens mit 
einem Klebstoff 21 geklebt. Nachfolgend wird, wie in Fig. 
IB gezeigt ist, ein ringfbrmiger Silikonkunstharzring 6, der 
aus einem Silikonkunstharzring gebildet ist, auf den Ein- 
satztrager 3 urn den Halbleitersensorchip 1 mit einem Kleb- 
stoff 22 geklebt. Die Breite des Silikonkunstharzrings^ 6 
kann 10 \xm oder mehr sein, urn als ein Dampfermaterial 
(zur Dampfiingsfunktion) zu dienen. Zur Vereinfachung 
dessen Handhabung beim Herstellungsvorgang ist es jedoch 
vorzuziehen, daB die Breite des Kunstharzrings mit 3 ^m 
Oder dariiber ausgewahlt wird. Des weiteren ist die Dicke 
des Silikonkunstharzrings 6 im wesentlichen gleich wie die 
des Halbleitersensorchips 1 gewahlt. Des weiteren kann der 



Silikonkunstharzring 6 so vorgesehen sein, daB er mit der 
Seite des Halbleitersensorchips 1 in Kontakt kommt. Ande- 
renfalls kann der Silikonkunstharzring 6 unter Bildung eines 
kleinen Spalts zur Seite des Halbleitersensorchips 1 vorge- 
5 sehen sein. Des weiteren werden, wie in Fig. IC gezeigt 
sind, danach die (nicht gezeigte) Elekurode auf dem Halblei- 
tersensorchip 1 und der AnschluB 4 des AnschluBrahmens 
miteinander durch den Bonddraht 2 verbunden. Abschlie- 
Bend wird die Kunstharzmasse 5 ausgeformt. wie in Fig. ID 
10 gezeigt ist, wodurch der Halbleitersensor gemaB dem ersten 
Ausfuhrungsbeispiel hergestellt ist. 

Da der Halbleitersensor gemaB dem ersten Ausfiihrungs- 
beispiel, der in der vorstehend erwahnten Weise gebildet ist, 
mit dem Silikonkunstharzring 6, der einen kleinen vertika- 
15 len Elastizitatskoeffizienten und eine geringe Harte hat, um 
den Halbleitersensorchip 1 vorgesehen ist, kann eine Kraft 
mit einer hervorragenden Dampferwirkung des Kunstharz- 
rings 6 daran gehindert werden, direkt auf den Halbleiter- 
chip 1 aufgebracht zu werden, wenn die Kunstharzmasse 5 
20 durch eine Temperaturveranderung schrumpft oder sich auf- 
weitet. Daher kann die Verschlechterung der Erfassungsei- 
genschaft des Halbleitersensors verhindert werden und des- 
sen Temperatureigenschaft kann verbessert werden. 

Da des weiteren bei dem Halbleitersensor gemaB dem er- 
25 sten Ausfuhrungsbeispiel, das in der vorstehend erwahnten 
Weise gebildet ist, der Silikonkunstharzring 6, der als 
Dampfermaterial verwendet wird, eine Dampferfiinktion 
uber einen breiten Temperaturbereich hat, kann ein Halblei- 
tersensor vorgesehen werden, der eine zuverlassige Erfas- 
30 sungsfiinktion iiber einen breiten Bereich hat. 

Da des weiteren der Halbleitersensor gemaB dem ereten 
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung einen 
Druck beim Formen daran hindem kann, direkt auf den 
Halbleitersensorchip zum Zeitpunkt des Formens beim Her- 
35 stellvorgang aufgebracht zu werden, kann der Halbleitersen- 
sor mit einer bestandigen Qualitat hergestellt werden und 
der Ertrag beim Herstell vorgang kann verbessert werden. 

Wie zuvor beschrieben ist, ist beim ersten Ausfuhrungs- 
beispiel der Halbleitersensor, der ein Beschleunigungssen- 
40 sor ist, dadurch ausgebildet, daB der Halbleiterchip 1 ver- 
wendet wird, der die Beschleunigung erfaBt. Die vorlie- 
gende Erfindung ist jedoch nicht darauf beschrankt. Wie in 
Fig. 2 gezeigt ist, kann ein Halbleitersensor 1, der ein 
Drucksensor ist, dadurch gebildet sein, daB der Halbleiter- 
45 chip la verwendet wird, der den Druck erfaBt. In diesem 
Fall ist der Halbleitersensor dadurch gebildet, daB als die 
Kunstharzmasse die Kunstharzmasse 5a verwendet wird, 
die in Fig. 1 gezeigt ist und die in sich ein Druckeinfuhrloch 
7 ausgebildet hat. In Fig. 2 sind ahnliche Telle, die gleich 
50 den entsprechenden Teilen der Fig. 1 sind, durch ahnliche 
Bezugszeichen bezeichnet. Wenn der Halbleitersensor in der 
vorstehend erwahnten Weise ausgebildet ist, kann dieselbe 
Wirkung wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel vorgesehen 
werden. 

55 

Zweites Ausfuhrungsbeispiel 



Fig. 3 ist eine Modellansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 

60 der vorliegenden Erfindung zeigt. Der Halbleitersensor ge- 
maB dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel ist ein Beschleuni- 
gungssensor. Bei dem in Fig. 2 gezeigten Halbleitersensor 
gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist die obere Fla- 
che des Halbleitersensorchips mit einem Silikonkunstharz 8 

65 uberzogen. Wenn die Kunstharzmasse 5 schrumpft oder sich 
aufweitet, kann folglich der Halbleitersensorchip 1 ge- 
schutzt werden, und die Erfassungseigenschaft kann im Ver- 
gleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel weiter verbessert 
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werden Auch beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel kann der 
Drucksensor gebildet werden, indem der Halbleitersensor- 
chip la zum Erfassen eines Druckes in der gleichen Weise 
wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel verwendet wird. ^ 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig 4 ist eine ModeUansicht, die einen Aufbau eines 
Halbleitersensors gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorUegenden Erfindung zeigt. Der Halbleitersensor ge- lo 
maB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Beschleuni- 
gungssenson Beim Halbleitersensor gemSB dem dntten 
Ausfuhrungsbeispiel ist ein offener Teil 9 vorgesehen, wo- 
bei Kunstharz an einem Teil aus der Kunstharzmasse 5 ent- 
fernt ist, das entgegengesetzt zum Halbleiterchip 1 bezug- 15 
Uch des Einsatztragers 3 liegt. Wenn die Kunstharzmasse 5 
schrumpft oder sich aufweitet, kann folglich erne Kraft 
daran gehindert werden, von unten auf den Halbleitersensor- 
chip 1 aufgebracht zu werden. Daher kann die Temperatur- 
eigenschafl im Vergleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel 20 
gunstiger gemacht werden. Beim dritten Ausfuhrungsbei- 
spiel kann ein Drucksensor gebildet sein, indem ein Halblei- 
tersensorchip la zum Erfassen eines Drucks verwendet 
wird. 

Viertes Ausfuhrungsbeispiel 



Der Halbleitersensor gemaB dem vierten Ausfuhrungs- 
beispiel der vorUegenden Erfindung, der in Fig. 5 gezeigt 
ist, ist ein Drucksensor in Bezugsdruckbauweise, bei dem 30 
der Halbleitersensorchip la verwendet wird, wobei ein 
Druckeinfuhrloch 7 in der oberen Kunstharzmasse 5b aus- 
geformt wird, und ein offener Teil zum Einfuhren ernes 
Drucks an dem Einsatztrager ausgebildet wird. Der Dnick- 
sensor in Bezugsdruckbauweise bezieht sich auf emen 35 
Drucksensor, der zwei EinfUhrlocher fur extemen Luftdruck 
(offener Teil 10 und Druckeinfuhrloch 7 in Fig. 5) hat, und 
der einen der Driicke auswahlt, der uber das eine Loch ein- 
gefuhrt wird, und den anderen Druck in Bezug auf den erste- 
ren Druck erfaBt. Durch Bilden des Halbleitersensors der 40 
vorUegenden Erfindung in der vorstehend beschnebenen 
Weise hat das vierte Ausfuhrungsbeispiel dieselbe Wirkung 
wie das dritte Ausfuhrungsbeispiel und der Drucksensor in 
Bezugsdruckbauweise kann einfach gebildet werden. Des 
weiteren kann beim vierten Ausfuhrungsbeispiel, das in Fig. 45 
5 gezeigt ist, ein Drucksensor in Absolutdruckbau weise vor- 
eesehen sein, indem der Einsatztrager 3a durch emen Ein- 
satztrager 3 ohne das offene Teil 10 ersetzt wird. Entspre- 
chend kann der Halbleitersensor (Drucksensor) gemaB dem 
vierten Ausfuhrungsbeispiel sowohl bei Absolutdruckbau- 50 
weise als auch bei Bezugsdruckbauweise angewendet wer- 
den, indem nur der AnschluBrahmen ersetzt wird. Folghch 
kann ein Versuch gemacht werden, gemeinsame Bauteile zu 
verwenden, so daB die HersteUkosten beseitigt werden kon- 
nen. 

Funftes Ausfuhrungsbeispiel 

Der Halbleitersensor gemaB dem funften Ausfuhrungs- 
beispiel, der in Fig. 6 gezeigt ist, ist mit einer Gummilage 60 
wie beispielsweise SiUkon zwischen dem Einsatztrager 4 
und der Kunstharzmasse 5 versehen. FolgUch kann erne 
Kraft abgeschwacht werden, die durch das Schrumpfen und 
das Aufweiten der Kunstharzmasse 5 hervorgerufen wird 
und auf den Sensorchip 1 aufgebracht werden wurde. Im 65 
Vergleich zum ersten Ausfuhrungsbeispiel kann die Tempe- 
ratureigenschafl noch gUnstiger gemacht werden. 



Sechstes Ausfuhrungsbeispiel 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel 6 wird ein Klebstoff mit ei- 
ner Dampfifunktion als der Klebstoff 21 verwendet, und die 
Dicke des Klebstoffs 21 wird auf 10 pm oder daruber ange- 
setzt wodurch eine Kraft daran gehindert wird, von der un- 
teren Rache des Halbleitersensorchips 1 auf diesen aufge- 
bracht zu werden. Somit kann die Temperatureigenschaft im 
Vergleich zu den Ausfuhrungsbeispielen 1 bis 5 gunstiger 
gemacht werden. Im ubrigen ist es vorzuziehen, daB die 
Dicke des Klebstoffs auf 500 Mm oder wemger unter Be- 
rucksichtigung des Aspekts der Regelung und dergleichen 
beim HersteUvorgang angesetzt wird. 

Abwandlung 

Bei den vorstehend erwahnten Ausfuhrungsbeispielen 1 
bis 6 wird ein SiUkonkunstharz als ein Material fur emen 
Dampfermateriaking verwendet. Die vorUegende Erfindung 
ist jedoch nicht darauf beschrankt, und jedes andere Mate- 
rial kann verwendet werden, solange das Matenal einen 
kleinen vertikalen Elastizitatskoeffizienten (lOOkgf/mm- 
Oder 980665000 P oder darunter) hat. Beispielsweise l^n- 
nen MateriaUen wie mit Ruroid behandelter Gummi, Ela- 
stomer, Teflon und dergleichen verwendet werden. 

Ein Halbleitersensor ist mit einer guten Temperatureigen- 
schaft versehen, wobei der Sensor dazu in der Lage ist, eine 
Verschlechterung der Erfassungseigenschaft eines Drucks 
Oder einer Beschleunigung zum Zeitpunkt einer Verande- 
ningderUmgebungstemperaturzuverhindem. 

Beim Halbleitersensor, der einen Halbleitersensorchip 1 
aufweist, ist ein Halbleiterchip ungefahr in der Mitte ernes 
Einsatztragers 3 eines AnschluBrahmens 3, 4 vorgesehen, 
urn einen Versatzbetrag entsprechend einem Druck und ei- 
ner Beschleunigung zu erfassen und um den Versatzbetrag 
aus zugeben, indem der Versatzbetrag in ein elektnsches Si- 
gnal umgewandelt wird; eine Kunstharzmasse 5 ist so aus- 
ieformt, daB sie den Halbleiterchip 1 bedeckt; ein Dampfer- 
materialring 6 ist an dem vorstehend erwahnten Emsatzura- 
ger 3 vorgesehen, um einen AuBenumfang des vorstehend 
erwahnten Halbleitersensorchips 1 zu geben. 



PatentansprUche 

1. Halbleitersensor mit 

einem AnschluBrahmen (3, 4), der einen Einsatztrager 

(3) hat; . . .>r. a 

einem Halbleiterchip (1), der ungefahr m der Mute des 
EinsatzU^gers (3) montiert ist, um einen Betrag einer 
Verformung zu erfassen, der einem Druck oder einer 
Beschleunigung entspricht, die darauf aufgebracht 
werden, und um den erfaBten Verformungsbetrag in 
eine elektrische Signalausgabe umzuwandehi; und 
einer Kunstharzmasse (5), die so ausgeformt ist, daB 
sie den Halbleiterchip (1) bedeckt; 
wobei der Halbleiterchip (1) mit einem Dampfermate- 
riaWng (6) versehen ist, der auf dem Einsatztrager (3) 
montiert ist, um den Umfang des Halbleiterchips (1) zu 
umgeben, wodurch eine Spannung, die durch em ther- 
misches Schrumpfen oder Aufweiten der Kunstharz- 
masse (5) hervorgerufen wird, daran gehindert wurd, 
direkt auf den Halbleiterchip (1) seitUch aufgebracht zu 
werden. 

2 Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Halbleiterchip (1) mit einem Kunst- 
harzschutzUberzug (8) an seiner Oberflache versehen 

3. Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dafi die Kunstharzmasse (5) mit einem offe- 
nen Teil (9) genau unter dem Halbleiterchip (1) verse- 

4^°Halbleitersensor zum Erfassen eines AuBendrucks 
nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch 
ein erstes Loch (7) zum Einfuhren eines exteraen Luft- 
drucks, das in der Kunstharzmasse (5), die genau uber 
dem Halbleiterchip (1) Uegt, ausgebildet ist; und 
ein zweites Loch (10), das an dem Einsatztrager (3) 
ausgebildet ist, dessen Oberflache dem offenen Teil (9) 
genau unter dem Halbleiterchip (1) ausgesetzt ist, wo- 
bei das zweite Loch (10) dazu dient, einen Luftdruck 
als BezugsgroBe einzufuhren. 

5 Halbleitersensor nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Dampferlage (11) zwischen einer 
zum Halbleiterchip (1) entgegengesetzten Oberflache 
des Einsatztragers (3) und der Kunstharzmasse (5) an- 
geordnet ist. 

6 Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Einsatztrager (3) und der Halbleiter- 20 
sensorchip (1) mit einem Klebstoff (21) verklebt smd, 
der Dampferfiinktion hat, wobei der Klebstoff (21) erne 
Dicke hat, so daB eine Spannung, die durch die Kunst- 
harzmasse (5) hervorgerufen wird, daran gehindert 
wird, auf den Halbleiterchip (1) durch den Einsatztra- 25 
ger (3) aufgebracht zu werden. 

7. Halbleitersensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Dampfermateriaking (6) aus einem 
Silikonkunstharz gebildet ist. 
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Fig. 1A KLEBEN DES HALBLEITERSENSORCHIPS 1 



Fig. IB KLEBEN DES SILIKONKUNSTHARZRINGS 
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Fig. 5 




Fig. T STAND DER TECHMIK 
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